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成果简介：

在 AI 算力需求激增的背景下，数据中心迫切需要采用 CPO

（共封装光学）技术以实现高能效 。然而 CPO（共封装光学）

技术的应用导致光纤数量激增、交换机内部布线复杂度骤升，催

生了小型化高密度光互联 MPO 产品的需求。而其中最核心的多

芯 MPO 插芯技术，在此之前长期被美日垄断，国内企业很难在

原有的技术基础上找到出路。因此，基于 CPO（共封装光学）技

术的高密度超薄多芯 MPO 插芯技术国产化迫在眉睫。

我公司的基于 CPO（共封装光学）技术的高密度超薄多芯

MPO 插芯技术研究项目，在尺寸、设计精度、位置度偏差、损

耗、耐候性等方面与同行对比均具有先进优势，同时降低了生产

制造成本，具体表现如下：

1、先进的设计思路：突破了国外合体模具设计结构的思路，

我司将固定一体式多通道光纤孔位模仁改为分立式可单独调节

多通道光纤孔位模仁，降低了加工和组装难度，打破技术壁垒，



实现完全自主技术；

2、设计精度：通过模仁、光纤孔 PIN 针分开设计加工，使

其精度从之前的 0.5μm 的精度提升到 0.3μm 的精度，达到行业

顶级水平。

3、光纤孔 PIN 针精准度及插芯位置度：精度提高 10倍，单

一孔位加工精度达到 0.1μm，相邻孔位间位置偏差小于 0.5μm。

标准线用插芯位置精度 0.15μm，光纤孔 PIN 针是插芯注塑工艺

中最为精密的成型件，其尺寸为 125.5±0.3μm，我公司是目前国

内首家具有高精度光纤孔 PIN 针设计与制造能力的企业。

4、损耗：在规避原有技术保护壁垒的情况下，变更设计，

由原先技术参数多模低损<0.5dB 、单模低损<0.5dB、多模标损

<0.7dB 、 单模标损<0.7dB，提升至多模低损<0.35dB 、单模低

损<0.35dB、多模标损<0.5dB 、单模标损<0.5dB；

5、降低设备模具加工精度要求：由原来的 0.1μm 降低到仅

需 1μm，位置度定位长度从 1.8mm 降低到 0.8mm，实现设备加

工本土化；

6、高耐候性：针对多种新型室内外场景需求，从原来的

-20℃~+80℃，提升为-40℃~+160℃，极大的提升 MPO 产品的耐

候性；

7、成本降低：打破 MPO 插芯完全依赖进口、采购成本高

的现状，通过自主设计研发、工艺改进并量产，实现插芯成本降

低约 100%。


